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公司简介
Company Profile

领格新材料成立于2023年，坐落于苏州张家港保税区，是一
家深耕高端电子专用材料研发与生产的科技创新型企业。我们致
力于为半导体及新能源、消费电子及光电通讯等频域提供核心材
料解决方案。

Lingene New Materials,founde in 2023and bcstedinthe Zhangisg
angFre Trade Zone,Suzhou,isatech-innovation enterpise speca-
izlngin the RLD and manufctunng of high-end electrenk spcialty
materials.We are dedicated to providing cre material solutions for
semiconductos new energy, consumer electroenics, and optical
communications.

创始人简介
Founder Profile
张辉
中科院材料学工学博士；

曾担任汉高中国Ablest"kLOCT'TE产品开发科学家；
负责为Appl"、Samsun'Huawe*和Xia*mi等全球行业领军企业开发电
子结构胶解决方案。

Zhang Hui(Ph.D.)
PLD in Materials Science and Enginering.Chinese cademy of sciencs CASI.
Former Product Development Scientist for Ablest"kandLOCT'TEat Henk"IChina.
Lead Scientist responsible for the development of electronic structural adhesive
solutions for global industylader,includingAppl“ Samsun' Huaw'and Xia'mi.

创始人核心项目履历

一、光通讲绩域 打磁技术整断，实现激来级糖密封装
管主导研发HHD4*42等环氧/丙深酸脂双重图化体系。针对光通讯20年长寿命需求，攻克了PEI基材高粘接力、极饭收焰率及懒米级恤移控制等核心炸题。该技术突
破成功应用于海信光通讯等有源光模块(TO-CAN、Tr-0SA)封装，填补了国内高端光通讯结构胶空白。
二、消费电子助力顶绿品牌实现产值飞跃与工艺选代
负责Appl"、HUAVME*、SAMSUN”、AMAZ"N、FACEBO*K、XIA'M1,等头部企业封装项目。针对iPh'ne结构件开胶痛点，定制研发了满足20项严奇指标的玻璃盖板结构
胶，助力客户实现年销售部6亿元增长。通过提供从表面促进剂到填缝校的全链路解决方案，显著提升了产品韧性与可靠性，帮助客户优化工艺井大幅降低运营成本。
三、柔性显示与前沿应用谋虞定制化研发能力
具备蚊锐的原材料应用前端性，为SAMSUN'OLED/LCD模组量身定制ECCOBOND EN 3410柔性包封胶，解决微配密FPC基板的开裂与分蜃难愿，凭惜深厚的配方经
验，曾组建并带领乐泰研发团队，实现了从基础原材料理解到高性能定制方案的闭环，持续为全球知名互联网及通讯大厂提供核心胶粘技术支持。
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40+ Proprietary Patents
20+Global Brand Projects
Leading TalentAwarded Government Recognition.

领格技术力量
Strength&Honors
公司及创始人白有技术专利40余项；
领导团队及参与开发国内外知名品牌项目20余项；

2024年第二批张家港市软军型创业创所人才《团队]引进计划。

公司核心技术优势

.对标国际巨头 。卓越级平替
具备与日本合*化学、大阪“机、DEL'等顶尖企业同等的底层树脂合成能力。
.技术深度
通过自主合成单体与低聚物，我们可以从分子层面调整折射率(高透明度和

低双折射)人、收缩率(低应力和低收缩)和耐温性(长期可靠性),彻底解决“卡脖
子”原材料依赖。

。确定性交付
我们的方案不是实验室的理论，而是经过Appl"、SAMSUN’、海×等全球顶级
供应链数亿次量产验证的成熟工艺。

业务领域 已平替项目 对标企业

光通讯 插芯圆化、光路锅合、FAU阵 时标N'T,汉G. DEL;已通
列头胶/尾较 过中际"的等测试

汽车LiDAR 棱顷角度定位(e0.05°偏移 在激光雷达核心死学坦件实
低挥发、车规盘可靠性 现稳定应用

先进封装
3D传感模组AA调焦、芯片固 满足微米级收螂率要求，支
晶、底填胶 撑高频高速传辅

.降本路径
.快速响应
相比外资巨头36个月的反馈周期，我们提供24小时响应、7天样品交付的极
速服务。

通过全产业链(从合成树脂到成品胶水)垂直整合，在不牺牲性能的前提
下，帮助客户实理20m40??原材料降本。
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产品介绍
Product Introduction
专注”高附加值、进口彗代”的电子级胶贴剂
UV·湿气双图化、低温快速图化环氧、导电银胶、
PUR热培激四大平台
商业模式：材料销售+应用验证服务+定制化开发
(CDM?)

胶粘剂产品

有机类

功能类型 胶粘剂类型

丙请酸类 环氧类 健胶类
UV复合泵 导热银胶 PUR uv 单组分 单组分湿气/加热双
环氧复合型 导热征胶 UV复合型PUR UV温气 双组分 姐分湿气/加热改性
硅理气质化章 导热垫片 双组分 UV热 UV复合型 硅胶UV复合型
丙熔然型 导热型
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应用领域
Applications

01粘接材料Adhesives

02导电材料Conductive

03密封材料Encapsulants

04 导热材料Thermal
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Optical Communications Industry光通信行业上的应用

频格新材料光通信应用实例 应用节点产品牌号 产品特性与功能

期合胶
UV环氧胶，真备极低的图化收电车和申越的秘接强腹，专为光绝件精密耦

LG-UE1620 合设计，确保光学键施的长效对准稳定性

粘 LG-E3612 高性範环氧胶，具备优师的耐模性与物理强度，适用于光模块内部超件的
燕强监结彬粘理。
UV环朝胶，快速围化三具鲁良好的辖性，能有效理冲光纤尾纤处的机雄皮

尾纤固定胶 LG-UE1602 力，防止售号衰减。

导热废
高导热电子规较粘剂，提供高效的热警理进莲，协动高功申芯片激热，保

LG HC3691 障光模块在高温工况下的传输性磨。

情格新封
FPC全产

Flexible Printed CircuitFPC柔性电路板的应用
应用节点产品情号 产品特性与功能
FPC补强/助护LG-U2077 UV胶，专用于COFJFPC的保护，具备报性的电气绝理生和柔初性，经有效防

止弯折过程中的路断郭及星气侵蚀。

FC零件补 LG-U8134 U陵运用于FPC折弯处的补强，高粘推力且图化后保持一定的弹性，确保
在报端鸡新测试下不要胶、不拼伤基材。

FPC焊点保护
LG-U5108 U2,快油图化，能为PC上的焊尚理供机械加田和防席性保护，提升整体
LG U8177 模超的时用性，

FPC排结续防护 16-U8104 U校，专为降均务阶设计，其备低救缩率，调竞法图化虚力导数津服宽刑。

PC关超矩独tG-PU180K PUR热增胶。100?含量，具备卓尴的然构贴接强虚，海手FPC与框架理其他电子元群件的私线。
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手机电子设备行业上的应用 Mobile&Handheld Electronics

应用节点 产品牌号 产品特性与功能
福像头
A 影理 LG-U2612 UV环氧放，传为手机据律头人制看设计，具备极任的收蚯率和高g点确深死学镜头结与感愿芯汁的亚牺来级精准对齐。

中超结粘接
16-84826 FUR热端胶，高贴度??与检细咬路库制，逐冉于手机TP鲜与中框，锅饰件
LG PUL8K 的嘉强应结胸贴强，再优异的北京落和副环境性艳。

指校/下
模坦补强

LG-E81778 座塑填充环氧腔，报镖的治动性与高粘接强度，能快流渗透至芯片庭怒，盈
升时装喉相的机械抗冲毒性。

屏下数热管理 LG-HCD479 高导热宅子绍酸贴剂专门应对高性能手机芯片的防热网求，肆立高效导热路臣，保降设备在路负兹下的怿轴描定性。

内影焊助防护
LG-L8108 UV腔，快速圆化，具有优异的防潮，射离性特性，为PCBA上的艳小焊点慢齿
LG-U9177 长期可卷的机城加图。

领格新材料手机设备拆解及牧粘剂应用图
本所控 Udnf0

5 面横量5阴

相与新边物
L气系到,* PC科强膜

M面提头国定股
t-t1
,uL0.

EV汽车行业上的应用 Electric Vehicles

应用节点产品牌号 产品特性与功能

动力电池来楼
LG-DK1340 分别为双组分聚狐厢[力形电池及双相分两博酸(圆形电泡胶粘刚，现供
LG D2094 格高的结构剪切瓶度，语应不同态电芯的地结家。

电控ICBT LG-DE0258 双组分开氧/导热验，专为IGT功串模块镇计，要供高电乐下的均埠深护与
颗组 1-0H0252 极速导热路臣，防止的失控。
版动电机出站 LG-E2Z710 环氧胶，专用于电机廷钢鱼片粘施，再备忧舞的附温性和结构强度，能有效

郑制施速近聘下的噪曾与固地

张型愤头
光超件对开 4G-UE1620 UV环氧骏(低牧疱I,专用于激光雷达LDA)中的光耦会，顿值的图化墙缩率确保发射/增收楼组的驰来量对准精度。

督格新材码
新轮浙汽车全产
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穿戴设备的应用Wearable Devices
应用节点产品牌号 产品特性与功能
屏幕与壳体
站聘

LG H3623 络构淋焰胶，专用于智距手表/手环的疆饰件及脾幕与下壳私报，同备优异的
边框粘挫强度和抗族送性肱

心事提片贴陵 LGH9623 结构热熔粒，适用手心率想应牺片与壳体的粘接密封，确保传感器旅摇的准确性并爱供可靠的防水保护，

电池国定 LG61227 改性疑胶，用于电边与亮体间的弹性粘施，提供卓蛙的抗重提冲能力，旦具
备度好的的稳室性。

精密无字贴接 1G-U1178 纳*E印U位，非为AR/VR各逗鲁的光掌锅出部件设计，具备高造先率和
极低收够率，确保光学路怪约睹确性。

德里马达相族 16-ES710 环朝段，专用于激动马达的回注贴排，耐废劳蕴虚高，能承望身最设音频繁霸动事来的机械卑力。

核○芯片弱驴 LG-E8177B 族部填丸环氧，具投佳的添通力，用于板嫌芯片加，防止在就落或罐撞中出腹焊点脱露。

领格新材
糖话业酷

智险穿霞内

扬声器产业应用 Speaker&Acoustic Industry

应用节点产品牌号 产品特性与功能
田路系统和接

双组分两邱服陵，专用于磁钢与华司，盆架的影场，具备棱高的抗剪切强度
t6-00101 和道稳定性。

磁路国定/端 LG-H1561 5构隐熔胶，同于瑚路和描架的图龙与网限填充，因化快，肺有效辉明湖田及分画。

指动系的耘理 tG-La0L8
UV象，用于挪膜与音图 DOME)的私接，胶用轻薄且度高，不影响声字频
事响应，团化迅速

中心三楼 LG-E2832A 环就胶，专加手营图、弹波与推豆的选接，具备优异的抗放势性放，确保大动态下的机械稳定性。

弹波与监粘接 LG-61214 改竹菇技，提供的初性与皮力城冲，请保长期动工况下不耿胶。
壳体/上下盖枢洁 LG-U9118 UV热缩检，用于Spezkr上下盖起接出射，具备忧异的密封性，防止看自并香强整体场构强度。

领格新材料
扬声器全严 业链解决方案
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Semiconductor Industry 半导体产业应用

n

LCD&Display Technology
应用节点 产品牌号

团IEL
产品特性与功能

领格新材料 田贴合 LG-UV3705 液态光学选制校 LOCA/形合胶性，具备铝高的语先率、值女绍率及比
LCD全产业随解决方案 LG-P2505 开的附霞变性施，请保显示画面的解净流，有效吸收贴合应力。
LCDkufa Bending
LCD面板内龄! 断明)深护

LGUz76 UV做，专为0LED/LCD的Bending区域设计，再备楼仕的柔错性和炉屋率，防让路在折意过程中国波芳新款。
宝 Bondng 16-U0816 UV按，用于Boding区填的帆树补强，增强连楼处的快拍被力，保
CY 楼补窿 引哪不受外界境便然。

财边的黑光
(sie esling LG UH8011

建光重U热增校，专出手屏降边边，条具然光饰温与结构粘接
功柜，满足陋窄边框的设计需求

舞方性孵电 LGLC532 异方穿电脓，用于PCB与旗板之成的导电连楼与物理因定，确保电信号的104 旅接困建 高速稳定传续。
M41

三防/声断6护 LGF5230 氟化涂部，提供描的疏水疏油及耐盐霜保护的，常用于高端豆示模相的表面或关健移件防炉。

应用节点 产品牌号 产品特性与功能

底即填充
LG-E7163 高性施环氧胶，具备投佳的流动性，能怯速填充BGA/CSP芯片监部，固化后
LG-E7167 形庭强力支搏，显稿提升焊内就机摇冲选和的画环血力的触力。

芯片寻电粘操
LGC3181 导中里按，专附手艺与基板的响气连技，典备轻任的伴和电肥率相位异
LG-CA058 的导热性，确保售号传输稳定并辅助撤热

芯片障热
LGHCO40T 导均胶/导热凝放，忽填科A充技术，为高性能处理涤及功率画件挥供极低
LG-TC1476 的的阳界勤，深障芯片在离曲荷下的算力隐定放。

COF封装 LG-E1327 环氧胶/UV胶，专为用品薄腹(CO设计，具备高纯流，低离子含童，为精糊
与防肿 LG-U1077 引娜搜供卓然的绝排财护和防潜性批
芯片导电
连接固定 LG-E7163 环氧胶，用于芯片级导电连接西的机屋四定，确保在西块工艺中蜻构位置的蜻米级精准。

LCD行业上的应用
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全产业链整合
Integrated R&D and Manufacturing Ecosystem

业务核心与全产业链应用概览

源头树脂合成，助力各行业定制化发展
ADVANCED PACKAGING& PHDTONCINTEGRATION&HIGH. SMART TERMINALS&
SEMICONDUCTOR MATERIALS. SPEED OPTICALCOMMUNICATION. STRUCTURALADHESIVES

聚焦核心，实现国际同类产品对标 助力行业，降低客户核心材料成本 垂直整合，全场景定制化方案

WBC/WBL 庭填与芯片粘接 光纤与组件端面处理 无源器件封装 事机中程与阴哪边哪粘瞳 摄像模组(VCM)组装
品圆背面涂敷 Unefl 8DtAtal Fitber5Cmponent
Me bssCglums &Wale fedsde Lanrator Erd-face) PaseDerc Pgl PHeore Mde frane5 Cares Mdun VCF

i Botdng) Asy)

源头替代，打破垄断 SELF-DEVELOPED HIGH-PERFORMANCE RESIN 24h 快速响应，技术领先

摄像头与 指纹模组与 AWG&PLC 硅光子与 声学与鹃水 电池仓与FPC/PCB
传感器封绩 精密器件粘撞 阵列渡导粘接 高速模块组装 透气腰粘接 加固
CameraASensorP Fingepnt & Procicn cen Ptototia& (Aeduntc &Warproof

Drvice Bone) Hgi Sed Nodula Asyl Fim Bondi C8
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公司概况
Company Profile

公司部分专利技术

客户群体
Clients

focebool

我们寻求一个最难、最头疼的痛点项目，给我们一次验证机会

让数据证明我们如何超越行业标准

Challenging the Industry Limits
Request for Your Most Demanding Project:Let Data Prove Our Superiority

MaL
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